Plattengrésse:

Druck:
Temperatur:
Aufheizdauer:
Pressdauer:
Abkuihlen:
Abmessungen:
Gewicht:

Elektr. Anschluss:
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DODOEE

RMP 210

brutto 250 x 350 mm
netto 210 x 300 mm
> 12t

175 °C max.

ca. 30 min.

ca. 60 min.

ca. 120 min.

ca. 60 x 60 x 135 cm
ca. 130 kg

230V 50 Hz 16 A

RMP 210

MULTILAYERPRESSE

Die Multilayerpresse RMP 210 dient zur Her-
stellung von Multilayern in einem dem indus-
triellen MaBstab gleichwertigen Rahmen. Die
Lagenzahl ist nur von der maximalen Press-
hohe (38 mm) begrenzt. Mittels Trennbleche
kénnen auch mehrere Multilayer gleichzeitig
Ubereinander verpresst werden.

Hinter dem kompakten, mit Turen verschlos-
senem Gehduse befinden sich zwei Heizplat-
ten, die Pressvorrichtung und die Einheit zur
Druckerzeugung. Als Steuerelemente dienen
zwei Thermostate, ein Timer, ein Drucksteller
mit Anzeige sowie (Sicherheits-) Schalter.

Die Herstellung von Multilayern in dieser An-
lage geschieht in den folgenden Schritten:
* Verstiften und Einlegen des Prepregstapels
e Druckerzeugung

e Einschalten der Heizung

o Aufheizzyklus

e Presszyklus bei Solltemperatur

o Abkuhlzyklus

e Entnehmen des Multilayers
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Der gesamte Vorgang dauert etwa 3 Stunden,
wenn Sie bei 20°C starten und die Platinen mit ) TS
30°C wieder herausnehmen. Bei entsprechen- > 9 e i
den VorsichtsmaBnahmen kann naturlich :
auch bei héheren Temperaturen enthnommen
und der neue Stapel eingelegt werden. Auf
diese Weise sind Zyklen von 45 min. maglich. 3 i d g
Die Nutzgrésse der Platinen betragt 210 x i
300 mm bei einem Rohmass von 250 x 350
mm fur die Prepregs.

Zum Verstiften des Prepregstapels kénnen Sie
zum Beispiel die Registrierlochfunktion unse-
re IsoCam-Software benutzen. Die Lécher boh-
ren Sie am besten mit der Bungard CCD und
verstiften kénnen Sie mit der Bungard Favorit.

] ‘ Aufbau einer 6-Lagen und 4-Lagen Multilayerplatte
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Top layer 18 ym CU I Top layer 18 ym CU I
0.2 mm total thickness 0.3 mm total thickness
! Prepreg 1 x 0.1 ! Prepreg 1 x 0.2 mm |
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Inner layer 2 x 35 ym CU Inner layer 2 x 35 ym CU
0.3 mm total thickness 0,5 mm total thickness

The Press Cycle

I Prepreg 1 x 0.2 mm

Bottom layer 18 um CU
0.3 mm total thickness

Inner layer 2 x 35 pm CU
0.3 mm total thickness

Prepreg 1 x 0.1 .

Bottom layer 18 pm CU l
0.2 mm total thick |
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